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(54) Herstellung anorganischen Leiterplattenbasismaterials bestehend aus einer emaillierten Metallfolte 

(§) Die Erfindung beschreibt die Herstellung von Leiterplat- 

tenmaterial mi: Hilfe eines technisch einfachen Emaillierpro- Jib^j^JiSo . 
zesses. Das erzeugte Produkt ist umweltfreun ^lich, well es 
mit einfachen huttenmannischen Methoden auTgearoeitet 
werden kann. Es wird beschrieben, dafi alle in dem Basisma- 
terial enthaltenen Stoffe nach Ende ihrer Lebensdauer einer 
sinnvollen Nutzung als Metall bzw. als Glasstrahlmittel 
zugefuhrt werden kann. 
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Basismaterial fur Leiterplatten besteht im allgemei- 
nen aus mit Kupfer kaschierten, meist glasfaserverstark- 
ten Kunststofflaminaten. Da Leiterplatten dadurch aus 
einem Gemisch aus organischen, nichtmetallisch-anor- 
ganischen und metallischen Werkstoffen bestehen, stel- 
len diese Basismaterialien ein nur schwierig zu losendes 
Umweltproblem dar, dessen Entsorgung ungeklart ist 
und keine preiswerten Losungen erwarten laBt. Entsor- 
gungsprobleme zwingen dazu, Materialien, die entsor- 
gungsfreundlich sind, in Zukunft einzusetzen. Gegen- 
stand der Erfindung ist es, ein Leiterplattenbasismateri- 
al einzusetzen, das aus einem auf Kupferfolie oder einer 
anderen Metallfolie aufgeschmolzenen Email besteht. 

Anorganische Leiterplattenbasismaterialien-aus Ke^- 
ramik sind bekannt Sie werden deshalb nur selten ein- 
gesetzt, weil sie teuer in der Herstellung und aus Her- 
stellungsgrunden zu dick und zu schwer im Vergleich zu 
Kunststofflaminaten sind. Auch konnen sie nur nach- 
tragfich mit erhdhtem Kostenaufwand metallisiert und 
nur durch Einsatz organischer Kleber zu Leiterplatten- 
paketen zusammengestelit werden. Derartige Leiter- 
plattenpakete sind dann zu behandeln wie mehrlagige 
Kunststofflaminate. Sie sind in ihrer Tempera turf estig- 
keit auf weniger als 250° C begrenzt. Bfei der Entsorgung 
muB beachtet werden, daB Kunststoffkleber im Laminat 
enthalten sind. Auch ist das keramische Material so 
hochschmelzend, daB eine Entsorgung durch hOttenme- 
chanische Operationeh teiier wird, weil die Verschlak- 
kung des keramischen Materials nicht ohne hohe Tem- 
peraturen und Verwendung von Zuschlagen vonstatten 
geht. 

Leiterplattenbasismaterialien aus emailliertem Stahl- 
blech sind ebenfalls bekannt. Nachteilig ist jedoch, daB 
auch diese Materialien erst nachtraglich metallisiert 
werden k6nnen, weil sie aus einem beidseitig emaillier- 
ten Stahlblech bestehen. Nachteilig ist auch die Ab- 
schirmwirkung durch die Stahleinlage und das dadurch 
bedingte erhdhte Gewicht der Leiterplatte. 

Gegenstand der Erfindung ist es, daB man zunSchst 
eine Kupferfolie durch geeignete Emails emaiiliert. Da- 
bei ist die Kupferfolie zunachst das TragermateriaL Das 
Email wird dabei einseitig aufgetragen. Das kann durch 
bekannte Techniken im NaBauftrag wie Rollenauftrag 
oder Spritzauftrag eta oder im Trockenauftrag durch 
Pulveremaillierung erfolgen. Hierbei konnen dem Auf- 
tragsmaterial z. B. anorganische Faserstoffe oder Koh- 
lenstoffasern zur Verbesserung der mechanischen Ei- 
genschaften oder/und schaumbildende Stoffe zur Ver- 
ringerung des Gewichts beigemischt werden. Die aufge- 
tragene Schicht kann unter Luft oder unter inerter At- 
mosphere oder unter reduzierendem Schutzgas bei 
Temperaturen zwischen 400 und 1000°Q je nach einge- 
setztem Emailtyp, aufgeschmolzen werden. Blasenfreies 
oder fast blasenfreies Email dagegen kann durch Email- 
lieren im Vakuum hergestellt werden. 

Nach Abkuhlen der emaillierten Metallfolien liegt ein 
Verbundwerkstoff vor, der aus einer sehr diinnen Glas- 
- schicht mit Dicken zwischen 0,05 und 4 mm und einer 
Metallfolie von etwa 0,02 bis 0^ mm Dicke besteht: Dik- 
kere Me tall schicht en sind naturlich jederzeit einsetzbar 
und in der Emailtechnik als Substrat bekannt. Bild 1 
skizziert einen moglichen Fertigungsgang fOr die be- 
schriebenen Leiterplatten. 

Zur Verwendung als Leiterplattenbasismaterial steht 
jetzt das Pendant zum kupferkaschierten Kunststoffla- 
minat zur Verfiigung. Man verwendet jetzt die Email- 



schicht als Txagermaterial und kann die Kupferschicht 
mit bisher bekannten Techniken zu vorgegebenen Lei- 
terbahnen abtragen. 

Das so entstandene Leiterplattenmaterial kann zu 

5 mehrlagigen Paketen zusammengestelit werden. Man 
kann diese Pakete unter geringem Druck auf die Erwei- 
chungstemperatur des Emails erwarmen und dadurch 
zusammenkleben. Man kann auch diese Verbindung 
durch ein Glaslot mit tieferem Schmelzpunkt herstellea 

io Die entstandene Leiterplatte kann ebenso wie bisher 
z. B. mit Diamantscheiben geschnitten, mit hartstoffbe- 
schichteten Bohrern gebohrt, mit Metallschichten 
durchkontaktiert etc. werden. Die entstandene Leiter- 
platte ist temperaturfest bis etwa 500, kurzzeitig bis 

is 750° C. Im Falle der Schrottverwertung nach Ende der 
Benutzung konnen derartige Leiterplatten nach Entfer--. 
nen der BestOckung metallurgisch aufgearbeitet wer- 
den, wobei die Emailanteile eine leicht schmelzende 
Schlacke bilden, die z. B. als mildes Strahlmktel zum 

20 mechanischen Bearbeiten von NE-Metal!en eingesetzt 
werden kann. 
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1. Das erfindungsgemaBe Verfahren beansprucht 
die Herstellung von anorganischem Basismaterial, 
bestehend aus einer emaillierten Metallfolie, bevor- 
zugt Kupferfolie, durch ein- oder beidseitige NaB- 
oder Trockenbeschichtung der Metallfolie in einem 
EmaillierprozeB. . 

2. Die Herstellung von faserverstarkten Email- 
schichten durch Einarbeiten von anorganischen Fa- 
sern oder Kohlefasern in die Emailschicht, dadurch 
gekennzeichner, daB die Faserstoffe dem fertigen 
Schlicker zugemischt oder vor einem elektrostati- 
schen Pulverauftrag elektrostatisch aufgetragen 
werden. 

3. Die Herstellung von faserverstarkten Schaume- 
mails, dadurch gekennzeichnet, daB man den nach 
Anspruch 2 hergestellten Emails schaumbildende 
Zusatze zugibt 

4. Die Herstellung blasenarmer Emailschichten 
durch Emaillieren im Vakuum. 

5. Die Herstellung von mehrschichtigen anorgani- 
schen Leiterplatten durch Sintern unter Druck 
oder mechanischer Belastung. 

6. Die Herstellung mehrschichtiger Leiterplatten 
durch Verkleben mit leichtschmelzenden Glasern 
oder Glaslot 

7. Die Wiederverwendung der Emailschicht nach 
huttenmannischer Riickgewinnung der Leiterbahn- 
metalle als StrahlmitteL 
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